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(57)  약

재(基材)에  플  등  도  필러  함 하는 도  트   안 ,  안 에 

 RFID  포함한 RFID 태그에 , 본 , 상  도  트   상  안   경 시

후, 상  안 에 상  RFID  프 극  시  가열하여, 상  도  트에 함 는 열가

지  상  RFID  상  안 에 한다.  에 해, RFID  프 극과 안 가  도  시트

등  하지 않고  한 그 사 에 양 한  도통  립  에, 신뢰   RFID 태그

 가격  공 할  다.  
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특허청  

청 항 1 

RFID 태그(Radio Frequency Identification tag)  IC 과 안  루어지는 RFID 태그 , 

상  IC  프 극  갖고, 

안 는 지 재료   재료 상에  고, 상  안 는 도   함 하는 도  

트(paste)에 해 , 상  IC  프 극과 상  안 는 안  하는 도  트 재료

에 함 는 열가 (可塑性) 지에 해 착 고, 상  IC  하 과 상  안  상  열 경 (硬

化性) 지에 해 피복 어 는  갖는 것  특징  하는 RFID 태그.

청 항 2 

1항에 어 ,

도  트 ,  플  함 하 , 열가  폴리에  지   재료  하고 는 

트  사 한 것  특징  하는 RFID 태그.

청 항 3 

1항에 어 ,

도  트 ,  플  함 하 , 열가  폴리 핀 지   재료  하고 는  

트  사 한 것  특징  하는 RFID 태그.

청 항 4 

1항  RFID 태그   라미 트(laminate)한 것  특징  하는 RFID 태그.

청 항 5 

1항  RFID 태그      꺼운 시트 재료  라미 트하고, 상  시트 재료  

 꺼운  IC 과  맞 어 는 것  특징  하는 RFID 태그. 

청 항 6 

1항  RFID 태그     실리  고  피복한 것  특징  하는 RFID 태그.

청 항 7 

재(基材), 상  재  주 에  한 도   함 하는 지 재료  루어지는 안 , 

극    갖고 한 그  상  재 주  에 향 어 상  극에 해 상  안 에 

는 IC  포함하 , 

상  안 는 상  IC  상  에 향하는 1 과 상  재 주  상  IC  는 역  

 연 하는 2  갖고, 

상  안  루는 상  지 재료는 상  안  상  1 에 상  IC  상  극  착하고,

한 

상  안  상  1 에 하는 매 는 상  지 재료  체  도는 상  2 에 하

는 것보다 낮  것  특징  하는 RFID 태그.

청 항 8 

7항에 어 ,

상  재 주  상   상  IC  상   사 에는, 상  안  상  1 과 상  IC 

상  극과   하는 연 지가 , 
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상  연 지에는 상  지 재료보다 래   도가  열 경  지가 는 것  특징  하

는 RFID 태그.

청 항 9 

8항에 어 ,

상  지 재료는 50℃ 상  한 150℃ 미만  에 는  도에  가열  경  상태

 연 는 것  특징  하는 RFID 태그.

청 항 10 

7항에 어 ,

상  IC  상  극 , 상  재 주 에 향하는 에 만 상  안  상  1 에 하 ,

한 상  안 는 상  극  상  에 하는  어 에도 하지 않는 것  특징  하는

RFID 태그. 

청 항 11 

10항에 어 ,

상  안  상  1 , 그  상  극  상  에 하는 역  상  안  상  2 보

다 얇  것  특징  하는 RFID 태그.

청 항 12 

7항에 어 ,

상  IC  상  극 , 상  재 주 에 향하는 과 상  에 하는   어도 에

상  안  상  1 에 하 , 한 상  1  상  극  에 하는 역 , 상  안

 상  2 보다 얇지 않  것  특징  하는 RFID 태그.

청 항 13 

열가  지  도   루어지는 도  트  지 재료   재료에 하여  쇄함

 안  하고, 

상  안  IC  탑재  에 하여 RFID  IC  프 극   맞 하 , 

상  IC 과 상  안  열압착하고, 

상  IC 과 상  안  에 하여 열 경  지  공 하 , 

가열에 해 상  열 경  지  경 시 는 것  특징  하는 RFID 태그   .

청 항 14 

삭

청 항 15 

삭

  

 상 한 

     

        래  헌 보

[0004]<20>
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[특허 헌 1] 본특허공보 3584404<21>

[특허 헌 2] 본특허공보 2586154    미 특허 5001542<22>

[특허 헌 3] 본특허공보 평7-60841<23>

[특허 헌 4] 본특허공개공보 2000-200332<24>

[특허 헌 5] 본특허공개공보 2002-259923<25>

         하는   그 야  래

본 원  본 특허 원 2005-194496 (2005  7월 4 )에 한 것 , 그 우  주 하 , 그 <26>

체 내  본 에  참  다.

[0001]<27>

본 , 개체 식별 보(ID 보)가 리에  RFID (Radio Frequency Identification chip)과 안<28>

가  어 는 RFID 태그(Radio Frequency Identification tag)  실    립 

에 한 것 다.

[0002]<29>

RFID 태그    립 에 해 는, 특허 헌 1에 개시 어 다.  동  공보에 는, 열가  지<30>

사 한 에  마  사 하여 한  재  한 안 에 하여, 도체   맞 하여, 도

체  에  마  열가  지  갖는 안 에 하여  진동에 해 플립  하는 

개시 어 다.  

[0003]<31>

한, 특허 헌 2에 는, 도체 과    도  시트  하여 플립   하는  개<32>

시 어 , 동  에  RFID 태그  도체 과 안   하는 것  가능하게

다.

         루고  하는  과

[0005]<33>

그러 , 상 한 경 에는 하  가 다.  <34>

[0006]<35>

상  특허 헌 1에 개시 어 는 도체 과 안   에 는,  진동에 한 플립  <36>

시에 안  상에 재하는 4 내지 6 마 미  께  갖는 열가  지  해  어,  

에 하여  진동 에 지가 안  달 지 않고, 결과  도체  프  안  합

 강도에 변동  생한다.  한, 안  상  열가  지  프  안  합  하게 

지 않  에, 합 에 하는 열가  지가 시간 경과  함께 창  함  프  안

 합  가 진행 다.   에, 간 신뢰  는 도에 하여, 러한  는 

할  없다.  한,   에 는, 안  하  해,  필   에 에 해 거

하는 프 가 필 하  에, 그 거  많  RFID 태그  태에 는, 안  트(안  에

하는 트)가 상승한다.  그 결과,   갖는 RFID 태그  매 가격  상승하게 다.   에,

상  특허 헌 1에 개시 는 에 는, 연한 안  계  RFID 태그 계가 게 약  아, RFID 태

그에 한 시   사양에  할  없다.  

[0007]<37>

상  특허 헌 2에 개시 어 는 합 에 하여 도체 과 안  한다고 하는 시도도 다<38>

 행하여지고 다.  그러 , 사 하는  도  시트는 시트 내에 균 한 미   도   균

하게 산시 다고 하는 고도  에 하여 고 어,  트가  재 다.   에, 

 도  시트  사 한 RFID 태그는 가격 가 어 워, 가격 가 강하게 고 는 RFID 태그  양산에

  는 어 다.  
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[0008]<39>

한, 상  특허 헌 1  상  특허 헌 2에 , 안  도체 과  , 플립  라 리는<40>

 실시 , 체 는 상  특허 헌 3에 개시 어 는  같  도체  상하  

갖는 플립  본  가 필 하게 다.  그러 , 플립  본  에 는, 도체  1개씩, 차 도체

 리  하 , 안 에 탑재한다.   에, 도체  탑재에 하는 사  타  시간

과 동시에 RFID 태그    도 복 하게 어 비 가격  아지게 다.  그 결과, RFID 태그

단체에 하는  트가 아지  에, RFID 태그  가격  한 량  시 에 공 하는 것

어 게 다.  

[0009]<41>

한편, 상  특허 헌 4는, 폴리에틸 프탈 트(PET)  루어지는  시트  주 에 도  트<42>

 안    포함하는   하고,  도  트  경  에 상   에

IC (Integrated Circuit chip)  탑재하 , 그 후,  도  트  경 에 해 상   과 IC

 극 사  도통시 다고 하는  개시한다.  상  특허 헌 4는,  같    

한 IC  탑재   시트  주  커  시트  피복하여 IC 드(Integrated Circuit card)  시

는 공 에 ,   IC   시트 내에 함몰 어,   단  단락  생하는 것  

시한다.  들 과  감안하여, 특허 헌 4는 IC   에 탑재하는 개   시한다.  그러

, 도  트도 상  특허 헌 1  참 하여 한 열가  지  포함하 , 한 그 경  후에도

상   에 한다.   에 한 열가  지  해, 것과 IC  극과  합 계 에

 생하는 상 한 폐해는, 상  특허 헌 4에 도 간과 어, 그 해결책  견 지 않는다.  

[0010]<43>

지 시트  루어지는  주 에 도  트  안    IC 드  개시하는 상  특허<44>

헌 5는, 안  과 함께  합 드  IC 듈  극  도  착  하는  시한

다.  그러 , 도  트도 도  착 도,  는 지에 도   산시 고 는 에

는 공통 다.  라 , 도  착  경 에 해 합 드  IC 듈  극  도통시 는 상  특허 

헌 5에 개시  에 는, 도  트( 합 드)는 , 도  착 에도  지가 각각  경

 후에도 할  는 , 것  한 폐해  그 해결책  특허 헌 5  견할  없었다.  

[0011]<45>

본  , RFID 태그  에  상   해결하는 것 ,  간 신뢰 과 트  양립<46>

시 는 RFID 태그  하여, 가격  한 량  사 에 공 하는 것 다.  

       

[0012]<47>

상 한 과  감안하여 착상  본 에  RFID 태그  그   특징 , 체 는 하  같<48>

 시 다.  

본 에  RFID 태그  안  재료 , 도  갖는 트 재료  사 하 다.  안 는,  들<49>

 상  도  트 재료  재(基材)에  쇄  경 에 해 다.  상  트 재료  

 재료 , 실  상  도에  연 가 진행 는 재료  하  다.  RFID (IC ) , 상  

연 가 진행 는 도 상   시간 지  경 하에  안 에 하여  누  착 고 하

다.  한, 안  닝  상  도  트  경 에 해 상  에 산  도   상

 안 가  후, 상  안 에 RFID  극  시 ,  극  통하여 상  안  

 가열하여, 상  안  RFID   하여도 다.  RFID 과 안  에는,

열경  지  공 하고, 그 후,  지  경 시  다.  안    RFID  피복하는 라미

,  께가 꺼운 라미 트(laminate) 시트  하여도 다.  한, 다  태 , 라미

 신에 실리  고  RFID  하여도 다.

본 에  RFID 태그   에 , RFID  미리 상하 시  상태에  착 프 상에 공 하<50>

고, 개개  RFID  상  착 프  리하여 RFID 태그  안 에 시 도 다.  안 에 
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는 극에  착 프  여  공 는 RFID , 그 상하가 는 없  안 에 탑재 다.  

<실시 ><51>

[0014]<52>

하에, 본  실시  한다.  <53>

<실시  1><54>

[0015]<55>

 본  실시 에 하여 도  참 하  상 하게 한다.  한, 각 도 에  동  에 해<56>

는 동 한 에 해당하  에, 동  에 해 는 복 는  생략한다.  

[0016]<57>

 도 1 , 본 실시 에  RFID 태그  단   도시한 것 다.  RFID (1)에는 복  프 극(2)  <58>

어 , 프 극(2)  안 (3)   어 다.  RFID (1)   는,  0.15

㎜, 가  0.15㎜, 께 20마  도 내지  2㎜, 가  2㎜, 께 750마  도 사  것  

다.  안 (3)는 도   함 하는 도  트  재(4)   상에 닝한 것   평

 향  께 향   도통  가능하게 어 다.  재(4)는, 지 필    등 , 그 

께는 5 내지 500마  도 다.  연 지(5)는 RFID (1), 안 (3), 재(4)   피복하고 다.

 시트(6)는, RFID (1)  안 (3)  재(4)  상  피복하는 상태  착 어 다.  

[0017]<59>

도 2는, RFID (1)  그 프 극(2)과 안 (3)   한 단 도 다.  프 극(2)  도<60>

프 에 해 어 는  프 , 그 는 5 내지 30마 다.  안 (3)는, 도  

비늘 상   (  플 )   지  루어  는  트가 합  등에 해 당

트 상태에 하여 경  것 다.    플 는 겹쳐지도  어 ,  지는 각 

 상  착함과 동시에 재(4)에 하여 안 (3)  착하고 다.  한 RFID (1)  프 극(2)

 안 (3)에 하여 착하고 다.  프 극(2)과 안 (3)가 착 상태  착 어  에, RFID

(1)과 안 (3)는   상태  어 다.  한, 안 (3)에 해 도  플  

에 해, 비 항값  3×10
-5
Ω·㎝ 도  도  능  갖고 다.   에 안  재료  

능한다.  한, 본 실시 에   지는 열가  특  갖고 는 것 ,  들  폴리 핀

계 지  폴리에 계 지 등 다.  단,  열경  지  어 는 것 어도 실  상 내지

150℃ 도에  연 하는 특  갖는 지에 해 는 본 실시   지  사 할  다.  

[0018]<61>

도 3 , 본 실시 에  RFID 태그   단한 사시도  어 다.  본 도 에 도시한  같 , RFID<62>

태그에 한  늬는  시트(6)  재(4) 상에 쇄할  다.  한, 당연한 지만 재(4)

에 해 도 쇄가 가능하다.  

[0019]<63>

도 4는, 본 실시 에  RFID 태그   프  도시한 프  플 우도 , 하 한다.  <64>

(1) [ · 늬 쇄]  상  취 어 는 재(4)   하  RFID 태그  필 한 <65>

 늬  그 양 에 연  쇄한다.  쇄 는 프  쇄  플  쇄  같  공지 

 가능하다.  쇄 후, 가 건  후, 재(4)는 다시  상  취 다.  

(2) [  트 쇄] 쇄 료  재(4)   하고,  트  그 에 쇄함  안<66>

(3)   한다.  쇄 는, 리 린 쇄, 플  쇄,    식에 한 평

 린 쇄  할  다.  본 프 에 해 안 (3)   단시간에 다 개 쇄 할 

다.  

(3) [  트 건 ]  트  쇄 후, 재(4)는 항  쇄  실시하는 쇄  연결  연  건<67>

에 안내 다.   연  건 에  쇄   트  가열하여   시 고, 동시에 경  
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 경 시 다.  상에 해,  트  루어지는 안   재(4)   상에 연  

다.  안    후, 재(4)  다시  상  취한다.  한,  트는  건  

식,  들 ,  경 ,  경  등  변경하는 것  가능하다.   에,  경

 트에 해 는 연  건 가 아니라 연   사 ,  경   트에 해 는

 사  사 하게 다.   트   경  한 경우에는, 건  경  시간  짧아지는

 다.  

(4) [  탑재] 취  재(4)   하여, 안 (3)   에 하여 RFID (1)  탑재한다.<68>

안 (3)에 한 RFID (1)  탑재는  플립  탑재 에 해  행한다.  탑재 시에는, 재(4)는

그 아래에  핫 플 트에 해 가열 , RFID (1)  탑재 릿에 내  에 해 가열 다.  그

도는 사 하는  트에 함 는  지  연 가 안 (3)에  실 는 실  상  도 

 택한다.  는 50 내지 150℃ 도  가열 다.  그리고  지가 연  상태에  프

극(2)  안 (3)  계 에 하여 도  RFID (1)  탑재한다.  그 후, 재(4)  RFID 

(1)에 한 가열  지하 , 연 어   지  도는 하하고,  지는 다시 경 한다.

 프 에 해, 프 극(2)  안 (3)에 하여 착 고 다.  

(5) [ 연 지 공 ·경 ] 프 극(2)과 안 (3)가 착 어 는  주변에 하여 트 상<69>

연 지  공 한다.  연 지  공  플립  탑재  연결   에 해 실시한다.  

트 상  연 지는, 는 언 필 지  리고 는 것  우 한  연 능  갖

고 다.  공  연 지는,   하 에 연결  연  가열  식  가열 에  가열함

 경 한다.  

(6) [라미 트 가공] 지 필   연 지   시트(6)  재(4)  에 하여 라미 트 가공한<70>

다.   프 에 해 는  라미 트 에  실시 가능하다.  라미 트에 사 하는 착

는 아 릴계  핫 트계  것  사 할  다.  

(7) [ 가 보 ] 라미 트 가공 후,  시트(6)  재(4)에 하여 가 보  쇄한다.  쇄 <71>

는  쇄 식   마커에 한 쇄 식  합하다.  여 지에 , RFID 태그가 연

  상태  다.  

(8) [태그 단] 다  연  어 는 RFID 태그  개개  단한다.  것에는 에 한 <72>

 에, 리 다 컷  등  사 하여 실 할  다.  

(9) [ID 등 , , 검사] 다  RFID (1) 내  ID  에 등 하고, 필 가  각  보<73>

  RFID 에 한다.  그 후에 검사  실시하여, 합격함  RFID 태그는 다.  

[0020]<74>

다 , 도 4에 도시한 「(4)  탑재」에  플립  탑재 에 한 탑재 프 에 하여 도 5  <75>

하여 상 하게 한다.  다 싱(dicing) 프 (13)에 착  다 싱 프(12)  상 ( 착 )에는 다

싱 가공  개편  다  RFID (1)((1a, 1b, 1c) 등  )  착 어 다.  한, 다 싱 프

(13)  도시하지 않  2  블에 어 고, RFID (1)(1a, 1b, 1c)과 후 하는 각  (  

릿(10)  리 (14))   맞 하는 것  가능하게 어 다.  상하 (15)  동원  하여 상하

동 하는  리 (14)는, 다 싱 프(12)  하 에 착하는 상태  어 다.   리 (1

4)  상 는 늘  돌 하는  어 다.   리 (14)  상  돌  늘 ,

다 싱 프(12)  통하여, 그 상 에 착 어 는 RFID (1)  어 림  다 싱 프(12)

 리 다.  

[0020a]<76>

도 5에  참   1a는,  리 에 해 어 진 RFID (1)  하 , 참   1b  1c는, 계<77>

해  다 싱 프(12)에 착  그  상태  어 는 RFID (1) 다.  다 싱 프(12)  

리  RFID (1a)   릿(10)에 진공 에 해 착 보 다.   릿(10)  착 어 는 

아암(11) , 하 , 그것에 해 도 5에   쇄  도시한  동한다.    동 에 해 

 릿(10)에 착 보 어 는 RFID (1a) , 그 리가 게 다.    에  탑재 릿(1

6)  RFID (1a)에 근하여, 진공 에 해  릿(10)  취하는 동  행한다.  동시에 

 릿(10)  진공  지하고,  개 함 , RFID  (1a) ,   릿(10)  탑재 릿
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(16)  다.  탑재 릿(16) , 안 (3)  탑재 에 하여  결  루어진 후, 안 에 

근하여, RFID (1a)  안 (3) 상에 탑재한다(도 5에 는, RFID (1a)   사  동 에  탑재 상

 RFID (1d)  안 (3) 상에 탑재하고 는 상  타냄).  한, 탑재 릿(16)  안 (3)  그것

 쇄 어 는 재(4)  하  (17)에는 열원  내 어 고, RFID (1a)  탑재할 에는, RFID

(1a)  안 (3)  상   도 지 승 한다.  

[0021] <78>

상  RFID (1a)  안 (3)에  탑재에 한  동 , 복 실시 어, 다 싱 프(12)에 착<79>

어 는 각 RFID (1)  안 에 탑재하는 것  가능하게 어 다. 

[0022]<80>

본 실시 에  RFID (1)과 안 (3) 사 에는,  프  매우 다   플  착에 해 달<81>

어 고, 그 사 에는  재하지 않  에, 매우 안   달 다.  

[0023] <82>

 들 , 공지  한 특허 헌 1에 재  에 는, 프 극(2)과 안 (3) 사 에 지<83>

않  지  단  재하여, 상  지  창과 에 해  가 진행하게 다.  

[0024] <84>

한편, 한 특허 헌 2에 재   도  시트  사 하는 에 는, 프 극(2)과 안 (3) 사<85>

 도  에 해 달 어 다.  그러 ,  도  시트는 시트  께 향만  도통  실 하

해 시트 내  도   도는 낮게 어 고,  에 프 극(2)과 안 (3)  에 

한 도   는 어,  안    얻는 것  어 다.  

[0025] <86>

상 한 2개  공지  비하  본 에 는, 안 (3)  프 극(2)  어 지 않  개 는,  플<87>

 사  간극에 재하는 량   지  뿐 , 프 극  거  체 에  안 (3)

  실 어 다.   우 ,  들  -55℃과 +150℃ 사  도 사  시험  실시하 , 본

에  , 공지 에 한 식에 비하여,  상  도 사 에 견 는 것  할  

다.

[0026]<88>

한, 본 실시 에  안 는  플    어  에, 안 (3)  곡하 , 탄 체<89>

  지가  플  사 에 재하  에,  플 리   상태  지하  곡하는

것  가능하게 다.   에,  안 에  찰 는  같  복 림에 한 안  피

 라고 하는 상  찰 지 않아 , 곡에 한 RFID 태그  내  폭 향상한다.  

[0027] <90>

상, 본 실시 에 , 신뢰   RFID 태그  매우 하게 하는 것  가능하게 다.  <91>

〔실시  1에 한   래 과  비 〕<92>

본 실시 에  상 한 RFID 태그    상  특징  것에 한 , 도 12  참 하여, 한 특<93>

허 헌 4  한 특허 헌 5에 개시  IC 드    비 하여, 하에 한다.  

[0028] <94>

우 , 상  특허 헌 4에 개시  2    도 12  (c)  도 12  (d)에 도시한다.  특허 헌 4<95>

에 는, 도 12  (c)  도 12  (d)에 도시 , 참   1  IC (본 실시  RFID 에 ) , 참

 2가 극 (본 실시  프 극에 ) , 참   3  안   과 함께 도  트

  「실 (본 실시  안 에 )」 , 참   4가  시트(본 실시  재에 ) ,

참   5가 연  지 , 각각 , 한, 참   60  안   과 함께 도  

트   「 업 」  다.  

[0029]<96>
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상 한  같 , 특허 헌 4에  , 실 (3) 등    IC (1)   시트(4) 내에<97>

 함몰  지  도하 , 도 12  (c)에 도시하는 「 1 래 」에 는, 실 (3)  함께 도  

트   업 (60)  그 역할  담당한다.  도 12  (d)에 도시하는 「 2 래 」는,  시트

(4) 상에, 도  트  실 (3)  하고, 열경   열가   어도 하  포함한 연  

지(10)  도포한 후, IC (1)  실 (3)에 탑재하 , 마지막  상  도  트(실 (3))  연

지(10)  경 시  다.  1 래   2 래  , 폴리에틸 프탈 트(PET)  루

어지는  시트(4)  IC (1)   주 , 폴리에틸 프탈 트  루어지는 커  시트(본 실시

  시트(6)에 )  피복하는 공 (라미 트 공 )에 , 열  압  연   시트(4)에 IC

(1)  압 지 않도  도 어 다.  

[0030] <98>

1  래  (도  12  (c))   2  래  (도  12  (d))  포함시 ,  특허  헌  4에  는  IC<99>

드(1)는, 실 (3)  루는 도  트가, 것에 IC (1)  탑재  후에 경 어  에,

실 (3)는 IC 드(1)  극 (2)가 매립  상태에  경 다.  꾸어 말하 , IC 드(1)  극 (2)는,

그 (  시트(4)  실 ) 뿐만 아니라, 그 에 도 경  도  트(실 (3))에 한다., 

[0031]<100>

다 에, 상  특허 헌 5에 개시   , 3 래 , 도 12  (e)에 도시한다.  특허 헌 5에<101>

는, 도 12  (e)에 도시하는, 참   1'는 「 지  IC 듈(본 실시  RFID 에 )」 , 참

 3  안  과 함께 도  트   「 합 드(본 실시  안 에 )」 , 참  

 4는 지 시트(본 실시  재에 ) , 각각 , 한, 참   70  상  IC 듈(1')  

해  지 시트(4)에   (receptive hole), 참   72는 상  IC 듈(1')   

극, 참   73  도  갖는 착  각각 타낸다.  

[0032] <102>

3 래 에  안    합 드(3)는,  플 ,  말, 본 등  도  필러 , 폴리에<103>

계 지, 에폭시계 지, 계 지, 시계 지, 폴리아미드계 지 등  지  내에 산하

여 루어지는 도  트 는 도  , 폴리염 비닐(PVC), 폴리에틸 프탈 트 는 그 비

질체(PET-G), 아 릴 니트릴 타 엔 티  공 합체(ABS), 폴리 보 트(PC), 폴리에틸 (PE) 등  

루어지는  지  시트(4)  주 에  쇄한  후,  상  도  트  는  상  도   건 시

다.  한편, 도  갖는 착 (73) 는, , 리, 니  등   말 필러 , 에폭시계 지, 아

릴계 지, 계 지, 시계 지 등  지  내에 산하여 루어지는 도  착 , 는

, , 리, 니  등  도  미 말 , 에폭시계 지, 아 릴계 지, 폴리아미드계 지 등  루어

지는 지  내에 미량 산하여 루어지는 도  트 는 도  가 다.  

[0033]<104>

라 , 3 래 가 채  IC 드는, 그  상태에 , 안    합 드(3)가 도  필러<105>

 지  함 하는 재료  , 합 드(3)에 는 착 (73)가  만 , 상  재료

 안   그것에 비하여 꺼워진다.  

[0034]<106>

상 한 1 래   2 래  달리, 본 실시  RFID 태그는, 도  트  도  <107>

재(4)  주  상에  안 (  )(3)  ( 합 드  는 )에 RFID  (IC ,  도체

)(1)  프 극(  는 합  루어지는 극)(2)  하  에, 상  안 (3)  루는 도

 트  도   경 시  다.  한, 3 래  달리, 본 실시  RFID 태그는, 상

 안 (3)  루는 도  트  도   경 시  후, 상  안 (3)  에 새 게 도

트  도   도포하지 않고, 것에 RFID (1)  프 극(2)  하여 다.  

[0035]<108>

들 래 에 한 본 실시  RFID 태그   공  상  특징 , (1) 재(4)  주  상에 쇄 등<109>

에 해 도  트  도   안 (  )(3)  하고, (2) 상  재(4)  주  상

에 안 (3)  하는 상  도  트 는 상  도   건 , 가열,  사, 는  
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사에 해 경 하여, 상  안 (3)  상  도  트 는 상  도   체(Precursor)  하

는 재료  변 시 고, (3)  재료   가열  상  안 (3)  에 RFID (1)  프 극

(2)  한다고 하는 (Sequence)  리 다.  것  도  트  도   재료  하

에 한다.  

[0036] <110>

도  트  도  는, 그 도가 상 하여도, 것  하는 재료는 도  필러( , 합 ,<111>

본 등   편(Flake)),  는 지 는 그 체,  매  별 다.   는 

지는, 도  트  도  가 도포 는 쇄  체에 상  도  필러  착시  한 상

도  필러에 해 상  체에  도체  상  지하지만, 도  트  도  에 상

도  필러  산시 는 에 어  해  는 경우도 다.  매는, 것에  는 지  해

시킴 , 도  필러  도  트  도  에 산시 , 한 도  트  도  

에 원하는 도  여한다.  

[0037] <112>

도  트  도   , 폴리에틸 프탈 트  는 폴리에  지  <113>

하는 경우, 그 매  아 트산 에틸, 아 트산 틸 등  에 계 매 , 틸에틸 , 틸 틸

 등  계 매가 다.  한, 도  트  도   , 폴리에틸  지, 폴리

프 필  지, 폴리브틸  지  는 폴리 핀 지  하는 경우, 그 매  아 핀산 틸

 산 에틸 등  에 , 산  아  등  에 , 틸 아 트아미드 등  아미드 ,

γ- 티 락  N- 틸 피 리  등  락 ,  틸 폭시드 등  폰  각 , 타, 헥산, 루

엔, 에틸 브, 시 헥사 , 질알  등도 다.  한, 도  트  도   

, 틸 타 릴 트, 에틸 타 릴 트, 폴리 보 트  는 아 릴 지  하는 경우, 그

매  포 , 아 , 에틸 비 , 틸 브아 트 등  다.  

[0038]<114>

한, 도  트  도   어  는,  지  그 체  매에 지 않고, 상  <115>

체  것에 도  필러  산시 는 산 가 합 다.  그러 , 하  에 는, 상  산 도 매

에 가 운 역할  담당하  에, 본 에 는 산 도, 것   지  그 체  해시 는

것  아니지만, 「 」  매에 포함시  한다.  , 산 도  지  그 체  해시 는

「 」  매  마찬가지 , 도  필러  도  트  도  에 산시 , 한 도  

트  도  에 원하는 도  여한다.  

[0039]<116>

상 한  단계(2)에 는, 도  트  도  가 건 , 가열,  사, 는  사에 <117>

해 경 는 공 에 , 상  도  트 는 상  도   것에 포함 는 상  「 」

매가 거 다.  한, 도  트  도  가  지  체  포함하는 경우, 들  

  지가 생 , 상  도  트 는 상  도  에  상  체  함 량

 감 한다.  에 해, 안 (3)  루는 도  트  도   도가 상승하여, 실질

도  필러   지  루어지는 재료 (도  트 는 도   체  하는 재료 )

 고 한다.   트  안 (3)    재(4)가, 그  건  후에 에 취 는 것 , 

트가  같  고  다.  

[0040]<118>

본 실시 에  RFID 태그   공  가  특징짓는 상   단계(3)에 는, 그 체  도  필러<119>

 지  거  는 상  재료   가열 다.   재료   가열 는 에

  지  거동 , 본 실시  RFID 태그에 특징   여하여, 상   한 과도 가

다.  

[0041] <120>

우 , 상  단계(2)에 , 도  트  도  가 경 할 에, 상  재료 (안 (3))  재(4) <121>

에 강한 도  필러가 가열 어 연   지 내  동하고, 그  가 RFIC (1)  프 극
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(2)에 근 한다.  말하  도  필러  마 그 (Migration)에 해, 재료  께 향에  도

필러  포가, 그 가열  에  프 극(2)  시프트한다.  꾸어 말하 , 상  재료  프 

극(2) 에   지  편재가  에, 특허 헌 4  특허 헌 5에 개시 는 에 도 생

  는, 특허 헌 1  참 하여 한 프 극(2)과 안 (3)  합   피할  다.  

[0042] <122>

재료 (안 (3))  가열  에  러한 도  필러  거동 , 재료  다  ( 도  가열<123>

지 않는 )에 도  필러    RFID (1)과   항도 낮 다.  

[0043] <124>

한편, 연   지는, 프 극(2)  ( 재(4)에 향하는 )에 하여 습  타내 , 프<125>

극(2)  에 착한다.  상  단계(3)에 한 재료  가열  료하 , 연   지는 프 극

(2)  과  양 한 착  지하  다시 경 한다.   에, RFID (1)  프 극(2)  통하여 안

(3)  재(4)에 양 하게 고 다.  

[0043a]<126>

에 하여 재(4)  주 에 쇄 는 도포 어 안 (3)   루는 상  재료  경  에,<127>

상  재료 에 RFID (1)  프 극(2)  시 ,  재료  경 (안 (3)  )  개시하 ,

상  재료 에 함 는 도  필러는, 그 프 극(2)에 하는 역  비어  다.  라 , RFID

(1)  프 극(2)에 해 안 (3)에 고 어도, RFID (1)과 안 (3)    량  생

하는 경우가 었다.  본원 에 는, 상 한 도  필러  거동에 해, 상  재료 (안 (3))  프 

극(2)에 하는 역에 RFID (1)과 안 (3)   에 한 도  도  필러가 보  

에, 러한   량  억지 다.  

[0044]<128>

러한 본 실시 에 한 RFID (1)  안 (3)에  합 태  실 하는  어 , 상  안 (3)  <129>

에 는 도  트  도  에 함 는  지는, 열가  갖는 것  망 다.  지

재료  열가  평가하는 지  하 , 지 재료  래   도(Tg)가 다.  경 ( 래  역

에 는) 지 재료는, 그 래   도 상  가열  고  역  겨 , 가열 도  상승과 함

께  연 다.   래   도보다  고  가열  지  재료는,  고  역  동  역

겨진다.  재료  래  역  고  역  천 는, 그 열 창  가  보여지 , 고  역

 동 역  천 는, 그 열 창  감 (항복)  보여진다.  들 천  도  계는, 상

 재료에 가해지는 하 에도 향  는다.  안 (3)  하는 재료 에 함 는  지  연 시

, 것에 당한 과 탄  여하고, 것에 RFID (1)  프 극(2)  착시  해 는, 상

단계(3)에  안 (3)  가열하는 도에   지가 고  상태에 는 것  람직하다.   지가

동 역 지 천 하 , 상  단계(2)에  얻어진 안 (3)  상  지할  없다.  한편, 상  단계(3)에

, 안 (3)는 재(4)  RFID (1)에 상  가하지 않  도  가열 다.  라 ,  지는,  한

 가열 도에  합한 도  연 어, RFID 태그   경 도 에  래  상태  천 하는 것

 람직하다.  

[0045]<130>

   지에 합한 재료 , 프탈산, 프탈산, 닐 본산, 아 핀산, 신<131>

산 등  산 과, 에틸  리 , 1,4- 탄 , 1,4- 시 헥산 틸 , 에틸 리  등  알

등  알   원료  하여 주지  합 에 해  얻어진 각  포  폴리에  지 는 포

공 합 폴리에  지(Tg=80∼90℃)가 다.  한, 폴리에  지에 하는 폴리에틸 프탈 트

(Tg=76∼105℃)도  지   가능하다.  폴리 핀 지  알 지는 폴리에틸  지는, 그 

량  합 태에 라, 매우 낮  래   도(Tg=-120℃)  타내는 것 , 다공  지 사 시

트에 는 비   래   도(Tg=140℃ 상)  갖는 것 지 다양하게 리 다.  한, 보

계 다 식 핀에 한 단독 합체, 보 계 다 식 핀과 비 식 α- 핀에 한 공 합체,

트라시 도 계 다 식 핀에 한 단독 합체, 트라시 도 계 다 식 핀과 비 식 α-

핀에 한 공 합체는, 50∼80℃  에  래   도  갖는 폴리 핀계 지( 상 폴리 핀계

지) 다.  타 릴산 에  합체  비 질 플라 틱 , 80∼100℃  에  연  시 하는 아
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릴 지 다.  상에  시한 지에 한하지 않고, 상  단계(3)에  안 (3)  가열 도에 라 , 상

 안 (3)  에 하는 도  트  도  에 함 시 는  지가 택  다.

 지  택하는 하  , 그 래   도가 50℃ 상  한 150℃  미만  에 들어

가는 것에 다.  

[0046]<132>

상 한  지  가열에 한 거동 , 가열 어 RFID (1)  프 극(2)  는 안 (3)( 것<133>

루는 재료 )  상에도 다.  본 실시 에 한 RFID 태그  RFID (1) 탑재  한 도 12

(a)  도 12  (b)에 , 프 극(2)   안 (재료 )(3)  상 , 1 태(Aspect1), 2 태

(Aspect2),  3 태(Aspect3)  리 다.  

[0047]<134>

도 5에  도시하는  같  RFID  (1)  재(4)에  공 하는 릿(Collet)(16)에 ,  RFID  (1)  가열한<135>

경우,  합  루어지는 프 극(2)  RFID (1)  본체( 도체 는 연  재  함)보다

도가 상승한다.  (17)에 해 재(4)   역  가열해도, 프 극(2)  도 상승 , 다

재,  재(4), 안 (3),  RFID (1)에 비하여 빠 다.  안 (3)는,  같  가열  프 극(2)

 ( 재(4)에 향함)에 하는 「 ( 하,  재함)」과 그 근  한  역에 , 것

하는 재료    지가 연 할 , 1 태(Aspect1)  같 , RFID (1)  프 극(2)과 

다.  1 태에 는, RFID (1)  프 극(2) , 상 한 단계(2)에  경  안 (3)  주 ( 재(4)

 볼  「상 」)  우 하게 들어가게 하는 없 , 그 주 에 착 다.  1 래  2 래 

 달리, 프 극(2)  에 하는  안 (3)  루는 재료에 하지 않는다.  한, 3 래

 달리, 안 (3)  RFID (1)  프 극(2)과 는 , 그  (  안  

능하는 )보다 껍게 는  없다.  

[0048]<136>

가열  프 극(2)  에 하는 안 (3)  「 」  비   에 , 것  하는<137>

재료   지가  연 ,   프  극(2)과    2  태(Aspect2)  는  3  태

(Aspect3)  타낸다.  2 태에 는, 프 극(2)에  가열  안 (3)(재료 )   지가 창

하여, 프 극(2)  에 하는  다.  프 극(2)    어도 는, 것에 

 안 (3)  재료(3a)  피복 는 , 그  단계(2)에  경  안 (3)  주  재(4) 

 가라앉는  없다.  그 원 , 프 극(2)    아래에 는 안 (3)  재료 도 창하

 라고 생각 다.  2 태  1 래   2 래 에 한 상 는,  들 , 안 (3)

프 극(2)  에 하는 「 」과, 그 RFID (1)  어진 (  들 , 안  능

하는 )  주  비 함 , 하게 다.  한, 2 태는, 프 극(2)  에  안

(3)  재료  (3a)에 어  3 래  상 하다.  

[0049] <138>

3 태는, 릿(16) 등에  RFID (1)  안 (3)에  누 는  비    안 (3)  재료에 함<139>

는  지  창   에 보 , 안 (3)  프 극(2)  에 하는 「 」과 그

주 가, 상   지  열가 에 해 우 하게 들어간다.  프 극(2)   단계(2)에  경

안 (3)  주  재(4)  가라앉는다.  그러 , 안 (3)  상  「 」  러싸는 

, 도 12  (b)에 도시하는  같 , 「 」  우 하게 들어간 곳  경  시  안 (3)  주

 연 는 「사 (3b)」  루  에, 프 극(2)  에 하는 , 상  안 (3)  주

 재(4)  가라앉  에 도, 안 (3)  재료  어  다.    같  안

(3)  「 」  주 에 프 극(2)  과 간극  통하여 향하는 사 (3b)  , 3 태

는 1 래   2 래  상 하다.  한, 3 태는, 안 (3)  프 극(2)  에 하

는 , 그  보다 얇 , 3 래  상 하다.  

[0050]<140>

상 한 1 태, 2 태,  3 태는, RFID (1)  프 극(2)에 하는 안 (3)   재(4)<141>

  등  가열했  에도 보 다.  들 태는 , 안 (3)  루는 도  트

도   경 시  후에, 상  안 (3)   가열하여, 것에 RFID (1)  프 극(2)  한
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다고 하는  공 과 리 체  계에 다.  라 , RFID (1)  프 극(2)과 안 (3) , 1 

태, 2 태,  3 태  어느 하 에 라  함 , 상   공 에 한 상 한 , , 안

(3) 내에 함 는  지  프 극(2) 에  재  , 것에 한 프 극(2)과 안

(3)  합   지, 안 (3)  RFID (1)과  양 한   얻어진다.  

[0050a]<142>

한, 2 태에 타내는  같 , 안 (3)  재료가 프 극(2) 에 어도, 상  재료  <143>

 안 (3)  경 에 해 감 해  에, RFID (1)  ( 프 극(2)  어 )

(상  에 하는  들  다 싱 )에 는  없다.  한, 2 태에 , 프 극(2) 

 RFID (1)  에 하는 역도 안 (3)  재료  피복 는  없다.   에, RFID (1)

   상  프 극(2)  도체에 안 (3)  재료가 하는 것에 한 RFID

태그 내에  할  없는  단락  생하지 않는다.  

[0051] <144>

도  트  도   안 (3)  하고, 것  경 시  후에도, 상  안 (3)에는 미량<145>

지만 상 한 「 」  매,   지  해시 는 매  도  트 는 도   내에 도

 필러  산시 는 산 ,  지  체가 하는 경우가 다.  본 실시 에 는, 도

트  도   경 시  한 안 (3)   상 한  같  재차 가열하  에, 상

가열  는  과 그 주변에 , 거 에 하는 「 」  매는 거 , 체는 거 거  

는  지  변 다.  

[0052]<146>

 에, 본 실시 에 해  RFID 태그  해하고, 안 (3)  루는 재료 , 안  RFIC (1)<147>

 피복 는  과  그   (RFIC  (1)   연 는   안  )에  각각

샘플링하여, 가 마 그래프 등  하 , 에  샘플링  재료에 함 는 「 」  매  

 지  체  도는, 후 에  샘플링  재료에 함 는 그것에 비하여 낮다.  안 (3)에 하는

미량  「 」  매   지  체는, 상  안  에 한  신에 지  래하

지 않는다.  그러 , 안 (3)  RFIC (1)( 프 극(2))에 는   드 에 는, 상  「

」  통과하는   상  「 」  주변  항에  해   열  생한다.   「 」

매는, 그 량   에,   열  생하는 안 (3)  (  드 ) 내에

하여, 도  필러 사 에 포  하는 경우도 다.  안 (3)  상  에 미량  하는

「 」  매   거하 , 도  필러 사 에  포 생  억 어, 상  도  필러간   

항  낮아진다.  라 , 안 (3)  다  (안  )에  신  에 해 거  는 상

다   신 는  시 는 는, 안 (3)  상  과 RFIC (1) 사  거

실시 지 않고 통과한다.  

[0052a] <148>

본 에  RFID 태그  상 한 특징  다  에  악하 , RFID (1)   안 (3)에 , 그<149>

RFIC (1)  피복 는  도  필러 도(  들 , 량%)가, 그  (상  안  )

도  필러 도보다 아진다고도 재 다.  라 , 본  1 태  3 태에  RFIC (1)  

프 극(2)과 안 (3)    1 래  2 래  들에 비하여 게 보여도, 그 

 당   항  본 에 해 낮게 억 다.  한, 안 (3)가 RFIC (1)과   에 경

, 상  안 (3)  프 극(2)에 하는 역에  도  재하는 도  필러가 RFIC (1)과 안

(3) 사 에 할  없는  단락  하지 않는 것 , 한 본  2 태에  

 하다.  

[0053]<150>

상 한 특징  , IC  경  (상 한 「 」  매  체가 다량  재하는 상태)<151>

도  트, 도  , 는 도  착 에 시 고, 그 후, 것  경 시 는 1 래 ,

2 래 ,  3 래 에는 보 지 않는, 본 실시 에 한 RFIC 태그만  독특한 것 다.  안

(3)  상   도 5에 도시하는 릿(16) 등에 해 RFIC (1)  가열하는 경우, 도 12  (a)

도 12  (b)  원  러싸  , 특  과 그 주 에  상 한 「 」  매  체  도는
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낮아진다.  

[0054]<152>

본 실시 에 한 RFIC 태그는, 상 한 안 (3)  RFIC (1)  프 극(2)과    연 지(5)<153>

 함  욱 견고하게 다.  연 지(5)에는, 언 필  리는  재료  하  , 그 

 것  래   도(Tg)가 100∼138℃  에 는 에폭시계 지  알 진다.  에폭시 지

래   도는, 것에 산 는 필러(  들 , 가  실리  )  그 경에 해 결 , 근에

는 알루미   산시  래   도가 190℃  에폭시 지도 개 어 다.  한, 에폭시 지뿐

만 아니라, 비 닐계 지(Tg=140℃)  폴리우 탄계 지(Tg=170∼190℃)도 언 필  개 어 다.  

연 지(5)에 해 도  트  도    안 (3)  특  RFIC (1)  프 극(2)과

  하는  어  천 는 하  지 , 가압하에  가열하  고 , 한 고

 질  상시 지 않고 재  는 재 할  없는 질  갖는 열 경  지  연 지(5)

하는 것  들  다.  한, 다  지  하 , 상  도  트 는 상  도  에 함

는  지(그 체가 아님)보다 래   도가  지 재료  연 지(5)  하는 것도

들  다.  

[0054a]<154>

본 실시 에  한 RFID 태그  특징 , 본  과에  한  같  과  가  다.  , 본<155>

에  RFID 태그  에 , RFID (1)과 안 (3)  에   도  시트 등  재료  공

  에 지  가가 필 하여, 것에 하는    간 , 한 그  사

타  단 다.

[0054b] <156>

한, 본 실시 에  한 RFID  그  , 하  과  어도 하  한다.<157>

(1) 도  트 재료  재에 쇄함  RFID 태그  안  할   에, 상  안<158>

쇄 공 (안   공 )  쇄 업 에게 탁 가능하게 어, RFID 태그   거  집약 , 한

상   거 에  RFID 태그  재공재고(in-process inventory)  삭감할  다.

(2)  에  프 없  RFID 태그  안  할   에, 상  에  프 에 하는 비, 습<159>

식 공 에  에 액과 액,  건식 공 에  에  가 가 필 하게 어, 들 가공 단가  RFID 태

그  가격  삭 할  다.  

(3) 도  트  안  하  에,  루어지는 안  포함한 RFID 태그  취약<160>

었  복 림에 한 RFID 태그  내  향상 다.

(4) RFID  도  트 내   재료  연  하여 안  상에 고 하  에, RFID <161>

프 극과 안  사 에 개재  없는 안   달 어,  신뢰   RFID 태그가 실

다.  

(5) RFID 과 안   주 가 열 경  지  피복 , 상  에   <162>

 RFID 태그  곡에 한 곡  향  감 어, 상  항 (4)에 재한 RFID  프 극과 안

 안   내  욱 향상 다.  

(6) 안 가 린 쇄 등  고  쇄  , 고  안  상  갖는 RFID 태그  양산<163>

 가능하게 다.  에 해, RFID 태그가 리  라  통신  할 에, RFID 태그에  안   변

동에 하는 에 지 실  삭감 어, 통신 거리  변동   RFID 태그가 실 다.  

(7) 안  ,  트가 낮고, 단 도 한 린 쇄에 해 가능하  에, RFID 태그<164>

다  량 생산에  RFID 태그  가격 상승  억 다.  

(8) RFID 과 안  에 ,  에 지  여가 필 하게  에, 강도가 낮  얇  RFID<165>

 사  가능하게 다.   에, 보다 얇  RFID 태그  가 가능하게 다.  

[0055] <166>

상에  한 본 실시  RFID 태그   특징  그것에 뒷  과는, 후 하는 다  실시<167>
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RFID 태그에도 마찬가지  타 다.  

<실시  2><168>

[0056] <169>

본  2 실시 에 하여 상 하게 한다.  본 실시 는, 1 실시  RFID (1)  안 (3)에 <170>

한 탑재    다 다.  , 1 실시 에 는, RFID (1)  탑재  플립  탑재 에  RFID 

(1)  리  시  실시했지만, 본 실시 에 는 다   취한다.  우 , 도 6에 본 실시 에

RFID (1)  탑재 플 우  도시한다.  

(1)  향 웨  마운트 <171>

RFID (1)  다 개 어 는 도체 웨 (20)  다 싱 프 (13)에  보 어 는 다 싱 프<172>

(12)에 착한다.    도체 웨 (20)는, 프 극(2)  가 어 는 ( 하, 

재함)  다 싱 프(12)  착 과 착하는 향,  도체 웨 (20)  (   )

 다 싱 프(12)  하지 않는 향  다.  것 , 통상  착 향과는  향 , 본 

에 는 것   향 웨  마운트  하고 다.  한, 도체 웨 (20)  다 싱 프(12)

 한 착  보하  해, 사 하는 다 싱 프(12)  착  께는, 프 극(2)  단차 상

 하는 것  필 하다.  한 착할 에는 고  러(21)  복 동 시 , 다 싱 필 (12)과 도체 웨

(20)가  착하도  한다.  

(2) 단 개   식 <173>

다 싱 프(12)에 착  도체 웨 (20)  다 싱 가공하여, RFID (1)  개편 하 에 앞 , 상<174>

도체 웨 (20)  단 개   식  행한다.  단 개   식  행하  해 는, 도체 웨

(20)    식  행할 필 가 지만, 본 실시 에 한 식에 는 도체 웨 (20)  

 다 싱 프(12)  착하고  에, 통상 실시 고 는 CCD 라에 는, 도체 웨 (20)

 찰할  없다.   에, 본 실시 에 는  원과  라(24)  사 하여, 도체

웨   도체 웨 (20)   찰한다.   사 함  도체 웨 (20)

과하 , 도체 웨 (20)   찰  가능하게 어, 다  프 에  실시하는 단 개  

식할  다.

(3)  다 싱 가공 <175>

통상  다 싱 가공에 는, 단 지  사 하여, 도체 웨 (20)  가 어 는  개<176>

 지만, 본 실시 에 는 도체 웨 (20)   단 지 (25)  하여 개  는다.  

단 개  식  미 료 어  에, 단 프  체는,  다 싱과 마찬가지 , 2단계

 가공에 해 실시한다.  

(4)  사 <177>

사 한 다 싱 필 (12)   경  타  경우,  다 싱 가공 후, 다 싱 필 (12)   량<178>

  사 램프(22)에 해 사하고, 착  경 시  착  하시 다.  상에 해, 도체 웨

(20) 1매  RFID (1) , 다 싱 프 (13)에 보 어 는 다 싱 프(12) 상에, 그 ( 하,

프 극 도 재함)  착  상태에  공 게 다.  

(5)  리  진공 착 <179>

각 RFID (1)  1개씩 다 싱 필  리하고,  탑재  에 해 픽업한다.  RFID (1)  비 한<180>

 도체  다 싱 프(12)  리하는 는, 다 싱 프  통하는 태  늘

 어 , 도체  다 싱 프(12)  리하는 다.  그러 , 동  식에 는, 늘  

도체  상시 게  에, 본 실시  같  RFID (1)  프 극 ( )  다 싱 프(12)

에 , RFID (1)  능에 상  주게  에 할  없다.   에, 본 실시 에 는, 

본특허공개공보 2003-264203 에 개시 어 는  리  사 한다.  , 다 싱 프(12)  리 

상  는 RFID (1) 주변   프 지지 (23)에 해 아래쪽  지지한 상태에 ,  리 

(14)  상하 향   진동  하는 핀  상단  다 싱 프(12)  해당 에 눌러 고, 것에

한 해당  복 상하 동에 해 RFID (1)  다 싱 프(12)  리시 다.   에, 늘
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 사 하지 않고 다 싱 프(12)  RFID (1)  리하는 것  가능하게 다.  

[0057] <181>

다 싱 프(12)  리  RFID (1) , 그 쪽에 한 탑재 릿(16)에 해 진공 어 착 보<182>

다.  

(6)  탑재 <183>

RFID (1)  진공 에 해 착 보 한 탑재 릿(16) , 도시하지 않  동 단에 해 안 (3) 상<184>

 동한다.  RFID (1)  프 극(2)과 안 (3)   탑재    맞 하여, 탑재 릿(16)

하강시 고, 100 내지 300gf 도  하  가한 상태에  진공 착  지함  RFID (1)  안 (3)

상에 탑재한다.  한, 탑재에 앞  안 (3)  RFID (1) , 탑재 릿(16)  재(4)  아래쪽에 는

(17)에 내  열원에 해, 안 (3)   재료가 연 는 도 지 가열해 다.  한, RFID 

(1)  안 (3)에 탑재한 후에는 가열  지하고,  재료는 다시 경 시 다.  상  프 에 해,

RFID (1)  프 극(2)  안 (3)에 하여 착 다.  

[0058] <185>

상  탑재 프  실 하  한  탑재  도 7에 도시한다.  그 , 도 5에 도시한 1 실시<186>

에   탑재   아암(11)   릿(10)  거한 것  어 다.   그 동 에 해

는 미 도 6에 해 한  같다.  

[0059]<187>

그  프 에 해 는, 1 실시  마찬가지  언 필 지  공  라미 트 가공, 가 보<188>

쇄, 단, ID  독, 보 , 검사  실시하여 RFID 태그가 다.  

[0060]<189>

본 실시 에 , 1 실시  과 에 하  과  얻   다.  , RFID (1)  1개씩, 그 리<190>

 할 필 가 없어지  에,  탑재   폭 간략 다.   에, RFID 태그   

 가격  폭 삭감 어, RFID  차 리 시  한 비 액도 삭감할  다.  

한,    가 필 하게  에,   실시하는  탑재 에  사  타 (<191>

 들  1  도)에 비하여, 본 실시   탑재  사  타  비약  단 다(  들  0.2

도).  러한 RFID  RFID 태그에  탑재 공  고 에 해, RFID 태그  립 시간  단 어, 그

생산 능  폭 향상 다.  

상 한  같 , 본 실시 에 , RFID 태그  양산에   탑재에 한 비 트   시간<192>

폭 삭감 다.  

<실시  3><193>

[0061] <194>

본  3 실시 에 하여, RFID  탑재 플 우  도시한 도 8, 도 9  하여 상 하게 한다.  본<195>

실시  2 실시 는, 도체 웨 (20)  다 싱에 해 얻어진 RFID (1)  그 프 극  다 싱 

프에 착시  상태,  통상과는 리  상태에  RFID (1)  다 싱 프에 착하여  탑재 

에 공 함  공통 다.  그러 , 본 실시 에 는, 상  도체 웨 (20)  다 싱 ,  도체 웨

(20)   상  다 싱 프 는 다  다 싱 프에 착한 상태에  행함  2 실시 는 

 다 다.  , 도체 웨  1매  RFID (1)   탑재 에 공 하는 에 , 본 실시  2 실

시 는 상 하다.  하, 본 실시 에 한 RFID   탑재 에  공   도 8  도 9  참 하여

한다.  

(1) 웨  마운트 <196>

RFID (1)  다 개 어 는 도체 웨 (20)  1 다 싱 프 (33)에  보 어 는 1 다 싱<197>

프(32)에 착한다.    도체 웨 (20)  향   실시 어 는 과 마찬가지 ,

프 극(2)  가 어 는  1 다 싱 프(32)  착 과는 착하지 않는  향
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하고 고, 도체 웨 (20)   1 다 싱 프(32)  착 과 착하는 향  다.  

(2) 다 싱 가공<198>

1 다 싱 프(32)에 착  도체 웨 (20)  단  지 (25)에 해 가공하여, RFID (1)  개편<199>

한다.   프 는 리 실시 고 는  다.  

(3)  사 <200>

사 한 1 다 싱 필 (32)   경  타  경우, 다 싱 가공 후,    사 램프<201>

(22)에 해 사하여, 착  경 시킴 , 착  하시  다.  

(4) 웨  사<202>

2 다 싱 프 (43)과 그것에 착 어 는 2 다 싱 프(42)  비하고, 2 다 싱 프(42)<203>

착 , 개편 고 1 다 싱 프에 착 어 는 다 개  RFID (1)에 착시 다.  착시킬 에

는 고  러(21) 등  사 하  다.  

(5) 프 리<204>

1 다 싱 프 (33)과 1 다 싱 프(32)  리하고, 1 다 싱 프 (33)  거한다.  계 해  <205>

1 다 싱 프(32)  RFID (1)  각  당겨 떼어낸다.  

[0062] <206>

상에 해, 다 개  RFID (1) , 1 다 싱 프(32)  2 다 싱 프(42)에 사 다.  동시<207>

에 RFID (1)  리가 어, 2 다 싱 프(42)  착 에 RFID (1)  프 극  

착 게 다.  

(6)  사 <208>

사 한 2 다 싱 필 (42)   경  타  경우,    사 램프(22)에 해 사하<209>

여, 착  경 시킴 , 착  하시 다.  

[0063]<210>

여 지에 , 도체 웨  1매  RFID (1) , 2 다 싱 프 (43)에 보 어 는 2 다 싱 <211>

프(42)에, 그 과 프 극  착  상태에  공 게 다.  후에 해 는 2 실시 에  

한 도 6  (5) 후  프  동 하 , 하  같다.  

(7)  리  진공 착 <212>

각 RFID (1)  1개씩 2 다 싱 필 (42)  리하고, 탑재 릿(16)에 해 픽업한다.  2 실시 에<213>

재한  같 , 2 다 싱 프(42)  리 상  는 RFID (1) 주변  , 프 지지 (2

3)에 해 아래쪽  지지한 상태에 ,  리 (14)  상하 향   진동  하는 핀  상단

2 다 싱 프(42)  해당 에 눌러 고, 것에 한 해당  복 상하 동에 해 RFID 

(1)  2 다 싱 프(42)  리시 다.  리  RFID (1) , 그 상 에 한 탑재 릿(16)에 

해 진공 어 착 보 다.  

(6)  탑재 <214>

RFID (1)  진공 에 해 착 보 한 탑재 릿(16) , 도시하지 않  동 단에 해 안 (3) 상<215>

 동한다.  RFID (1)  프 극(2)과 안 (3)   탑재    맞 하여, 탑재 릿(16)

하강시 고, 100 내지 300gf 도  하  가한 상태에  진공 착  지함  RFID (1)  안 (3)

상에 탑재한다.  한, 탑재에 앞  안 (3)  RFID (1) , 탑재 릿(16)  재(4)  아래쪽에 는

(17)에 내  열원에 해, 안 (3)   재료가 연 는 도 지 가열해 다.  한, RFID 

(1)  안 (3)에 탑재한 후에는 가열  지하고,  재료는 다시 경 시 다.  상  프 에 해,

RFID (1)  프 극(2)  안 (3)에 하여 착 다.  

[0064] <216>

상, 본 실시 에 , 1 실시 , 2 실시 에  과 에  라  탑재하지 않  래<217>
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다 싱  사 한 다 싱 가공  가능하게 다.   에, 2 실시 에 하여 한  한 트

실 할  다.  

<실시  4><218>

[0065] <219>

본  4 실시  도 10에 해 한다.  도 10  본 실시 에  RFID 태그   도시하고 고,<220>

1 실시 에  타낸 RFID 태그    변경한 것 다.  , 1 실시 에   시트(6)  

보  시트(7)  변경하 다.  한, 1 실시 에  재하지 않았  보  시트(8)  가하 다.  , 재

(4) , 그 에 어 는 안 (3) , 그 에 탑재 어 는 프 극(2)  갖는 RFID (1)과, 그 

 피복하고 는 연 지(5)  루어지는 에 하여, 상   (도 10에  상 )  

 보  시트(7)에 해, 그 (도 10에  하 )   보  시트(8)에 해 사 에 우는 태  라미

트하고 다.   보  시트(7)   보  시트(8)는, 폴리에  는 지 시트 , 그 

 후막 가공하고 다.   께 0.1㎜  지 시트   께 0.5㎜ 도 지 후막 가공하고 다.

본 실시 에  RFID 태그에 는,  보  시트(7)   보  시트(8)  후막  RFID (1)  에 

 맞  상태에  라미 트하고 다.  

[0066]<221>

본 실시 에 ,  보  시트(7)   보  시트(8)  후막 에 해 RFID (1)과 안 (3)<222>

가 강고하게 보  에, 계  에 하여 내   RFID  태그  얻는 것  가능하다.

, RFID (1)과 안 (3)  는, 열 경  연 지(5) 에 라미 트 시트(보  시트(7, 8)

도 보 다.  라미 트 시트  강도는, 그 후막 에  향상 다, 한 상  라미 트 시트  후막 

, RFID (1)과 안 (3)   주  피복한다.  에 해, RFID 태그  RFID   근

후막  어, RFID 태그  림  비틀림 등  계  하에 한 내  향상 고, RFID  프

극과 안  안  가 지 다.  

<실시  5><223>

[0067] <224>

본  5 실시  도 11에 해 한다.  도 11  본 실시 에  RFID 태그   도시하고 고,<225>

1 실시 에  타낸 RFID 태그    변경한 것 다.  , 1 실시 에   시트(6)  

실리 (57)  변경하 다.  한, 1 실시 에  재하지 않았   실리 (58)  가하 다.  ,

재(4) , 그 에 어 는 안 (3) , 그 에 탑재 어 는 프 극(2)  갖는 RFID (1)과, 그

 피복하고 는 연 지(5)  루어지는 에 하여, 상   (도 11에  상 )

 실리 (57)에 해, 그 (도 11에  하 )   실리 (58)에 해 사 에 우는  

어 다.   실리 (57)   실리 (58) , 께 2㎜ 상  실리  고  루어  다.  실리

고 는 연하지만, 께가  에, 가  본 실시  RFID 태그  곡한 경우라도, 그 곡 에  곡

경 ,  실리 (57)과  실리 (58)  재하지 않는 경우  비 하여 매우 커 ,  

안 (3)에 생 는  없다.   에, 안 에 한 계  하는 폭  에, 1 실시 에

 RFID 태그에 하여 욱 계  에 하여 내   RFID 태그  얻는 것  가능하다.  

본 실시 에 는, RFID 태그  주  실리  지  함 , 림  비틀림 등  계  하에 <226>

한 RFID 태그  내  향상 었다.  

[0068] <227>

본 에 해, RFID 태그  신뢰  향상과 가격  동시에 달 하는 것  가능해 , 트  신뢰<228>

 에  RFID 태그   곤란하  야에 RFID 태그  도 하는 것  가능하게 다.   에, RFID

태그 도 에 한 리트  보다 많  사람  향 할  게 다.

본 에  여러가지 실시 들  도시 고 었 , 그것에 한 는 것  아니 , 당 야  업 라<229>

 가    변경들  하게 생 할  다는 것  해해야 하 , 라 ,  에  본

 본 에 시 고  상 한    실시 들에 한 는 것  아니 , 그러한 든 변

경들  본  청 가 지 하는  내에  포함하  한다.
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     과

[0013]<230>

본  과는, RFID  도  트  경 에 해  안 에, 상  도  트 내  <231>

 재료  연  하여 고 하  에, RFID 과 안  에  도  시트 등  재료  공

하거 ,  에 지  가할 필 가 없는 것  다.   과는, RFID 태그    

간 하 , 한   사  타  단 한다고 하는 차  과도 가 다.   에, RFID 태

그    그 비에 계 는 트가 감 다.

도  간단한 

도 1  1 실시 에  RFID 태그  단   도시하는 단 도.<1>

도  2는  1  실시 에  RFID  태그  RFID  (1)   그  프  극(2)과  안 (3)   한<2>

단 도.  

도 3  1 실시 에  RFID 태그   단한 사시도.<3>

도 4는 1 실시 에  RFID 태그   프  도시하는 도.<4>

도 5는 1 실시 에  플립  탑재 에 한 탑재 프  도시하는 도.  <5>

도 6  2 실시 에  RFID  탑재 플 우  도시하는 도.   <6>

도 7   리 식  한  탑재  주   그 동  도시하는 도.   <7>

도 8  3 실시 에  RFID  탑재 플 우(1)  도시하는 도.   <8>

도 9는 3 실시 에  RFID  탑재 플 우(2)  도시하는 도.   <9>

도 10  4 실시 에  RFID 태그  단 도.  <10>

도 11  5 실시 에  RFID 태그  단 도. <11>

도 12는 1 실시 에  RFID 태그   특징,  것과 래  IC 드   상  하는 단<12>

도. 

<도  주  에 한  ><13>

1: RFID <14>

2: 프 극<15>

3: 안<16>

4: 재<17>

5: 연 지<18>

6:  시트<19>

도

    도 1
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    도 2

    도 3
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    도 4
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    도 5
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    도 6
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    도 7

    도 8
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    도 9

    도 10

    도 11
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    도 12
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